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SPECYFIKACJA

m OTOCZENIE

Technologia: FFF Temperatura pracy: 15-32°C
Przestrzef i objgo$¢ robocza: 380 x 380 x 420 mm (60 648 cm?) Temperatura przechowywania: 0-32°C
Wysoko§E warstwy (min.): 50 pm

Liczba gtowic: 2, system czyszczenia gtowicy drukujacej

Srednica dyszy: 0.5/0.5 mm lub 0.4/0.4mm

Srednica filamentu: 175 mm

Temperatura gtowic w module (max.):  500°C

Temperatura stotu roboczego (max.): 180°C Napiecie zasilania: 400V AC
Temperatura komory druku (max.): 180°C (aktywne grzanie) Max. pobdr mocy: 4600 W
Temperatury komory materiatow: 50°C Sredni pobér mocy: 1500 W
Komunikacja: ethernet, Wi-Fi, USB drive

PREDKOSC SOFTWARE

PredkoS¢ druku dla ruchéw jatowych: 1000 mm/s Manager wydruku: 3DGence SLICER 4.0

Predkosé druku dla ruchéw roboczych: up to 400 mm/s Ustugi w chmurze: 3DGence CLOUD

WYMIARY | MASA BEZPIECZENSTWO

Wymiary zewnetrzne: 1800 x 940 x 900 mm Filtracja: zaawansowana jednostka filtracyjna

Masa: 350 kg Czujniki: gtowne drzwi komory, klapa goérna,

czujniki temperatury, wytacznik

awaryjny
UPS: tak, opcjonalny
KONSTRUKCJA
Inne: zdalne wytaczanie urzadzenia
Rama: stal
Zewnegtrzna: stal i ABS, §ciany komory

pokryte stalg nierdzewng
Stét roboczy: szkto borokrzemowe / podktadki
montowane podci§nieniowo
Rozdzielczo§¢ pozycjonowania XY: 0.006 mm

Rozdzielczo§¢ pozycjonowania Z: 0.0007 mm
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TEMPERATURA:
do 280°C

SREDNICA DYSZY:
0,5 mm/0,5 mm

MATERIALY MODELOWE:
PLA, ABS, ASA, PAB

MATERIALY PODPOROWE:

ESM-10, HIPS

TEMPERATURA:
do 360°C

SREDNICA DYSZY:
0,4 mm/0,4 mm

MATERIALY MODELOWE:
PC, ULTEM™ filament

MATERIAtY PODPOROWE:

ESM-10

TEMPERATURA:
do 500°C

SREDNICA DYSZY:
0,4 mm/0,4 mm

MATERIALY MODELOWE:
PEEK, PEKK

MATERIAtY PODPOROWE:

ESM-10

-

ElastycznoSc¢
i wydajnosc¢

dzieki modutom
drukujgcym oraz
opracowanym
profilom druku
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